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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ１）シンジオタクチックポリスチレン樹脂６０～９７容量％と（ａ２）ポリフェニ
レンスルフィド樹脂４０～３容量％からなる（Ａ）樹脂成分３０～７０容量％と、（Ｂ）
無機質充填剤成分７０～３０容量％からなる光学部品用樹脂組成物。
【請求項２】
　（ａ１）シンジオタクチックポリスチレン樹脂が、重量平均分子量が５０，０００以上
であり、示差走査熱量計による２０℃／分での昇温時の融解ピーク温度が２７５℃以下の
シンジオタクチックポリスチレン樹脂である請求項１に記載の光学用樹脂組成物。
【請求項３】
　（Ｂ）無機質充填剤成分が、（ｂ１）繊維状無機質充填剤５～３０容量％と（ｂ２）非
繊維状無機質充填剤９５～７０容量％との混合物である請求項１又は２に記載の光学部品
用樹脂組成物。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載の光学部品用樹脂組成物を成形してなる光学部品。
【請求項５】
　光学部品が、光ピックアップ装置、レーザー・プリンターまたは複写機の光学系ハウジ
ングである請求項４に記載の光学部品。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明は、光学部品用樹脂組成物および光学部品に関する。さらに詳しくは、光ピックア
ップ装置などの光学系ハウジングの成形素材として好適な光学部品用樹脂組成物と、それ
を成形してなる光軸ズレの少ない光学部品に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、コンパクトディスクやデジタルバーサタイルディスクなどの光ディスクの記録面に
情報を記録あるいは再生する際、光ビームを照射するために用いる光ピックアップ装置や
、レーザー・プリンター、複写機、特に高速カラー複写機の光学系ハウジングは、アルミ
ニウムや亜鉛などの金属ダイキャストにより製造されてきた。ところで、近年、これら機
器類においては、軽量化の要請が高まり、合成樹脂製品への転換が検討されている。例え
ば、特開平１０－２９３９４０号公報においては、ポリアリーレンスルフィドと無機質充
填剤からなり、熱伝導率の高い樹脂組成物を成形素材とすることにより、耐熱性や寸法安
定性などに優れ、しかも光軸ズレを抑制することのできる光ピックアップ装置用保持容器
が提案されている。
【０００３】
しかしながら、これら光ディスクの記録容量が増大し、また、書き込み可能なコンパクト
ディスク・レコーダブル（ＣＤ－Ｒ）やコンパクトディスク・リライタブル（ＣＤ－ＲＷ
）、デジタルバーサタイルディスク・ランダムアクセスメモリー（ＤＶＤ－ＲＡＭ）など
への記録にも使用する必要が生じたことから、記録密度を高くすると同時に、照射レーザ
ーの出力をさらに高めることが必要となり、光ピックアップ装置をより高温において、例
えば５０℃以上、特に７０℃以上の温度において使用されることが多い。このような高い
温度では、従来のポリアリーレンスルフィド樹脂組成物で形成された光学系ハウジングに
おいては、温度変化による光軸ズレが大きいため、光ディスクへの記録や再生に支障をき
たすという問題がある。
【０００４】
そこで、光ピックアップ装置などの光学系ハウジングの成形素材として、従来よりも高い
温度領域、例えば、７０～１１０℃においても、光学系の光軸ズレの増大を抑制すること
のできる成形材料と、それを成形してなる光学部品の開発が要望されていた。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、温度変化による光学系の光軸ズレの小さい光学部品の成形素材として有用性の
高い樹脂組成物と、その成形素材で成形された光学部品を提供することを目的とするもの
である。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明者は、上記課題を解決するため、鋭意検討を重ねた結果、光学部品用樹脂組成物の
線膨張係数の異方性を低減させることにより、上記目的を効果的に達成することができる
ことを見出し、これら知見に基づいて本発明を完成するに至った。
【０００７】
すなわち、本発明の要旨は、下記の通りである。
〔１〕（ａ１）シンジオタクチックポリスチレン樹脂からなる（Ａ）樹脂成分３０～７０
容量％と、（Ｂ）無機質充填剤成分７０～３０容量％からなる光学部品用樹脂組成物。
〔２〕（ａ１）シンジオタクチックポリスチレン樹脂が、重量平均分子量が５０，０００
以上であり、示差走査熱量計による２０℃／分での昇温時の融解ピーク温度が２７５℃以
下のシンジオタクチックポリスチレン樹脂である前記〔１〕に記載の光学部品用樹脂組成
物。
〔３〕（Ａ）樹脂成分が、（ａ１）シンジオタクチックポリスチレン樹脂６０～９７容量
％と（ａ２）ポリフェニレンスルフィド樹脂４０～３容量％からなる樹脂組成物である前
記〔１〕または〔２〕に記載の光学部品用樹脂組成物。
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〔４〕（Ｂ）無機質充填剤成分が、（ｂ１）繊維状無機質充填剤５～３０容量％と（ｂ２
）非繊維状無機質充填剤９５～７０容量％との混合物である前記〔１〕～〔３〕のいずれ
かに記載の光学部品用樹脂組成物。
〔５〕前記〔１〕～〔４〕のいずれかに記載の光学部品用樹脂組成物を成形してなる光学
部品。
〔６〕光学部品が、光ピックアップ装置、レーザー・プリンターまたは複写機の光学系ハ
ウジングである前記〔５〕に記載の光学部品。
【０００８】
【発明の実施の形態】
本発明における光学部品用樹脂組成物は、（ａ１）シンジオタクチックポリスチレン樹脂
からなる（Ａ）樹脂成分３０～７０容量％と、（Ｂ）無機質充填剤成分７０～３０容量％
からなる光学部品用樹脂組成物である。そして、この光学部品用樹脂組成物における（Ａ
）樹脂成分は、（ａ１）シンジオタクチックポリスチレン樹脂６０～９７容量％と、（ａ
２）ポリフェニレンスルフィド樹脂４０～３容量％との樹脂組成物であってもよい。以下
に、この光学部品用樹脂組成物を構成する（ａ１）シンジオタクチックポリスチレン樹脂
、（ａ２）ポリフェニレンスルフィド樹脂、（ｂ１）繊維状無機質充填剤および（ｂ２）
非繊維状無機質充填剤の各成分につき、詳細に説明する。
【０００９】
（ａ１）シンジオタクチックポリスチレン樹脂
本発明の光学部品用樹脂組成物において、（Ａ）成分として用いる（ａ１）シンジオタク
チックポリスチレン樹脂は、その重合鎖の立体化学構造がシンジオタクチック構造、すな
わち、炭素－炭素結合から形成される主鎖に対して側鎖であるフェニル基が交互に反対方
向に位置する立体構造を有するポリスチレン樹脂である。このシンジオタクチックポリス
チレン樹脂におけるタクティシティーは、同位体炭素による核磁気共鳴法〔13Ｃ－ＮＭＲ
〕により定量される。そして、この13Ｃ－ＮＭＲ法により測定されるタクティシティーは
、連続する複数個の構成単位の存在割合、例えば、２個の場合はダイアッド、３個の場合
はトリアッド、５個の場合はペンタッドによって示すことができるが、本発明で（Ａ）成
分として用いる（ａ１）シンジオタクチックポリスチレン樹脂としては、ラセミダイアッ
ドで７５％以上、好ましくは８５％以上、もしくはラセミペンタッドで３０％以上、好ま
しくは５０％以上のシンジオタクティシティーを有するスチレン系重合体または共重合体
が好適に用いられる。
【００１０】
このようなスチレン系重合体または共重合体としては、例えば、ポリスチレン、ポリ（ア
ルキルスチレン）、ポリ( ハロゲン化スチレン) 、ポリ( ハロゲン化アルキルスチレン) 
、ポリ（アルコキシスチレン）、ポリ（ビニル安息香酸エステル）、これらの水素化物お
よびこれらの混合物、あるいはこれらを主成分とする共重合体が用いられる。そして、こ
のポリ（アルキルスチレン）の具体例としては、例えば、ポリ（メチルスチレン）、ポリ
（エチルスチレン）、ポリ（イソプロピルスチレン）、ポリ（ターシャリーブチルスチレ
ン）、ポリ（フェニルスチレン）、ポリ（ビニルナフタレン）、ポリ（ビニルスチレン）
などがある。また、ポリ（ハロゲン化スチレン）としては、ポリ（クロロスチレン）、ポ
リ（ブロモスチレン）、ポリ（フルオロスチレン）などがある。さらに、ポリ（ハロゲン
化アルキルスチレン）としては、ポリ（クロロメチルスチレン）などがあり、ポリ（アル
コキシスチレン）としては、ポリ（メトキシスチレン）、ポリ（エトキシスチレン）など
が挙げられる。これらの中でも、特に好ましいスチレン系重合体としては、ポリスチレン
、ポリ（ｐ－メチルスチレン）、ポリ（ｍ－メチルスチレン）、ポリ（ｐ－ターシャリー
ブチルスチレン）、ポリ（ｐ－クロロスチレン）、ポリ（ｍ－クロロスチレン）、ポリ（
ｐ－フルオロスチレン）、水素化ポリスチレンおよびこれらの構造単位を含む共重合体が
挙げられる。
【００１１】
そして、この（ａ１）シンジオタクチックポリスチレン樹脂の製造方法については、例え
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ば、特開昭６２―１８７７０８号公報に記載の方法、すなわち、不活性炭化水素溶媒中ま
たは溶媒の不存在下に、チタン化合物および、水とトリアルキルアルミニウムの縮合生成
物を触媒として、スチレン系単量体を重合する方法によることができる。また、ポリ（ハ
ロゲン化アルキルスチレン）や、それらの水素化物については、例えば、特開平１－４６
９１２号公報、特開平１－１７８５０５号公報に記載の方法によることができる。
【００１２】
さらに、本発明の光学部品用樹脂組成物の構成成分である（ａ１）シンジオタクチックポ
リスチレン樹脂としては、その重量平均分子量が５０，０００以上であり、示差走査熱量
計による２０℃／分での昇温時の融解ピーク温度が２７５℃以下であるものが好適に用い
られる。なお、この重量平均分子量は、ゲルパーミエーション法により、溶媒としてトリ
クロロベンゼンを用い、１３５℃において測定した値である。そして、この重量平均分子
量が５０，０００未満のシンジオタクチックポリスチレン樹脂では、これを（ａ１）成分
として用いた場合には、得られる光学部品用樹脂組成物の熱的性質や機械的性質が充分で
ないことがある。この（ａ１）成分として用いるシンジオタクチックポリスチレン樹脂の
重量平均分子量は、１００，０００以上であるものがより好ましく、２００，０００以上
であるものがさらに好ましい。
【００１３】
（ａ２）ポリフェニレンスルフィド樹脂
本発明の光学部品用樹脂組成物における（ａ２）ポリフェニレンスルフィド樹脂としては
、ｐ－フェニレンスルフィド単位を基本的な繰返し単位とするものが好ましいが、さらに
、このｐ－フェニレンスルフィド単位と共にｍ－フェニレンスルフィド単位、ｏ－フェニ
レンスルフィド単位、ｐ，ｐ’－ジフェニレンケトン－スルフィド単位、ｐ，ｐ’－ジフ
ェニレンスルホン－スルフィド単位、ｐ，ｐ’－ビフェニレン－スルフィド単位、ｐ，ｐ
’－ジフェニレンエーテル－スルフィド単位、ｐ，ｐ’－ジフェニレンメチレン－スルフ
ィド単位、ｐ，ｐ’－ジフェニレンクメニル－スルフィド単位、各種ナフチル－スルフィ
ド単位などの繰返し単位を含有するものであってもよい。
【００１４】
この（ａ２）ポリフェニレンスルフィド樹脂は、通常のジハロゲノ芳香族化合物と硫黄源
とを有機極性溶媒中で縮重合反応させる方法によって製造されたものを用いることができ
る。そして、その重合体鎖の形態は、実質的に線状であって、分岐構造や架橋構造を有し
ないものであってもよいし、その製造の途上で３以上の官能基を有するモノマーを少量添
加して、分岐構造や架橋構造を導入したものであってもよい。
【００１５】
そして、この（ａ２）ポリフェニレンスルフィド樹脂は、上記のように様々な化学構造を
有するものを用いることができるが、いずれの化学構造を有するものを用いる場合におい
ても、その樹脂温度３００℃、せん断速度１０００ｓｅｃ-1における溶融粘度が５０～１
０，０００ポイズであるものが好適に用いられる。それは、この溶融粘度が５０ポイズ未
満のものでは機械的強度が低く、また、１０，０００ポイズを超えるものでは、それを（
ａ２）成分として用いた樹脂組成物の成形時の流動性が低下する。したがって、得られる
成形体の寸法精度が低下し、光学系における光軸ズレが大きくなるからである。この（ａ
２）ポリフェニレンスルフィド樹脂の溶融粘度については、より好ましいのは５０～３，
０００ポイズのものである。
【００１６】
（ｂ１）繊維状無機質充填剤
本発明の光学部品用樹脂組成物における（ｂ１）繊維状無機質充填剤としては、例えば、
ガラス繊維、炭素繊維、アルミナ繊維、炭化珪素繊維、セラミック繊維、チタン酸カリウ
ムウィスカー、酸化亜鉛ウィスカー、炭酸カルシウムウィスカーなどが挙げられる。これ
ら（ｂ１）繊維状無機質充填剤の中でも、ガラス繊維、炭素繊維および酸化亜鉛ウィスカ
ーが特に好ましい。そして、これら（ｂ１）繊維状無機質充填剤の形態は、クロス状、マ
ット状、集束切断状、短繊維状、フィラメント状、ウィスカー状などのいずれの形態であ
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ってもよい。また、これら（ｂ１）繊維状無機質充填剤の繊維径については５～２０μｍ
であるものが好ましく、集束切断状のものについての繊維長は０．０５～５０ｍｍである
ものが好適に用いられる。
【００１７】
そして、これら（ｂ１）繊維状無機質充填剤は、前記（ａ１）成分や（ａ２）成分との接
着性を向上させるための表面処理を施してあるものを用いるのが好ましい。ここで用いる
表面処理剤としては、一般に用いられているカップリング剤、例えば、γ－アミノプロピ
ルトリメトキシシラン、Ｎ－β－（アミノエチル）－γ－アミノプロピルトリメトキシシ
ラン、γ－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、β－（３，４－エポキシシクロヘ
キシル）エチルトリメトキシシランなどのアミノシランやエポキシシランなどのシラン系
カップリング剤や、イソプロピルトリ（Ｎ－アミドエチル）チタネートやイソプロピルト
リ（アミノエチル）チタネートなどのチタン系カップリング剤が好適に用いられる。また
、フィルムフォーマーとしても、一般に用いられているウレタン系やエポキシ系、ポリエ
ーテル系のフィルムフォーマーを用いることができる。
【００１８】
（ｂ２）非繊維状無機質充填剤
本発明の光学部品用樹脂組成物における（ｂ２）非繊維状無機質充填剤としては、例えば
、タルク、カーボンブラック、グラファイト、二酸化チタン、シリカ、マイカ、炭酸カル
シウム、硫酸カルシウム、炭酸バリウム、硫酸バリウム、炭酸マグネシウム、硫酸マグネ
シウム、オキシサルフェート、酸化スズ、アルミナ、カオリン、炭化珪素、金属粉末、ガ
ラスパウダー、ガラスフレーク、ガラスビーズなどが挙げられる。これら（ｂ２）非繊維
状無機質充填剤の形態は、粒子状であっても粉末状であってもよく、その粒径は０．５～
１００μｍの範囲であるものが好適に用いられる。そして、これら（ｂ２）非繊維状無機
質充填剤についても、（ｂ１）繊維状無機質充填剤と同様に、上記の表面処理剤やフィル
ムフォーマーによって処理したものを用いることができる。
【００１９】
つぎに、光学部品用樹脂組成物における各成分の配合割合については、（Ａ）成分の樹脂
組成物全体に対する体積分率を３０～７０容量％とし、（Ｂ）成分の樹脂組成物全体に対
する体積分率を７０～３０容量％とする。それは、この（Ａ）成分の樹脂組成物全体に対
する体積分率が３０容量％未満であると、その樹脂組成物の流動性が低下して射出成形に
支障をきたすようになり、また、この（Ａ）成分の樹脂組成物全体に対する体積分率が７
０容量％を越えると、その樹脂組成物を成形して得られる光学部品の光軸ズレが大きくな
るからである。ここで、本発明におけるこれら（Ａ）成分と（Ｂ）成分との組成比を体積
分率で規定しているのは、これら両成分の比率と、この光学部品用樹脂組成物を成形して
得られる光学部品における光軸ズレとが、両成分の質量比ではなく、体積比との相関性が
高いことに基づくものである。なお、この体積分率は、（Ａ）成分、（Ｂ）成分の質量を
、それぞれの成分の２５℃、大気圧下での密度で除することにより算出した値である。そ
して、これら各成分の配合割合については、さらに（Ａ）成分の樹脂組成物全体に対する
体積分率を３０～５０容量％とし、（Ｂ）成分の樹脂組成物全体に対する体積分率を７０
～５０容量％とすることによって、より良好な物性を有する光学部品用樹脂組成物を得る
ことができる。
【００２０】
また、本発明における（Ａ）成分として、（ａ１）シンジオタクチックポリスチレン樹脂
６０～９７容量％と、（ａ２）ポリフェニレンスルフィド樹脂４０～３容量％との樹脂組
成物を用いる場合、主成分である（ａ１）成分に対して、（ａ２）成分のポリフェニレン
スルフィド樹脂の配合割合が３容量％未満であると、（ａ２）成分の添加効果である機械
的強度の向上が充分でなく、また、（ａ２）成分の配合割合が４０容量％を超えると、そ
の光学部品用樹脂組成物を成形して得られる光学部品の高温、例えば８０℃を超える温度
での使用時の光軸ズレが大きくなるからである。
【００２１】
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さらに、本発明における（Ｂ）成分としては、（ｂ１）繊維状無機質充填剤または（ｂ２
）非繊維状無機質充填剤を単独で用いてもよいが、これら両成分を（ｂ１）繊維状無機質
充填剤５～３０容量％と（ｂ２）非繊維状無機質充填剤９５～７０容量％との混合物の形
態で用いたものが、より良好な物性を有する光学部品用樹脂組成物を得ることができる。
本発明の光学部品用樹脂組成物においては、（ｂ１）繊維状無機質充填剤と（ｂ２）非繊
維状無機質充填剤を併用したものが好ましく、その場合の（ｂ１）成分と（ｂ２）成分と
の使用割合を上記の範囲とするのは、（ｂ１）成分の使用割合が（Ｂ）成分全体の５容量
％未満であると、光学部品用樹脂組成物として充分に高い機械的強度を有するものが得ら
れないことがあり、また、（ｂ１）成分の使用割合が（Ｂ）成分全体の３０容量％を超え
ると、その光学部品用樹脂組成物を成形して得られる光学部品の光軸ズレが増大するよう
になるからである。
【００２２】
本発明の光学部品用樹脂組成物は、上記の（Ａ）成分と（Ｂ）成分とを基本的な構成成分
とするのであるが、これら（Ａ）成分の樹脂成分と（Ｂ）成分の無機質充填剤成分との親
和性を高めて、これら両成分の接着強度を向上させるために、極性基を有する重合体を添
加することが好ましい。この重合体の添加割合は、（Ａ）成分中の含有割合において、０
．１～１０質量％、好ましくは０．５～８質量％、さらに好ましくは１～５質量％である
。それは、この重合体の含有割合が０．１質量％未満であると、（Ａ）成分と（Ｂ）成分
との接着性が不十分になることがあり、また、１０質量％以内の含有割合とすれば両成分
の接着性を充分に向上させることができるからである。
【００２３】
このような無機質充填剤成分との親和性を向上させるのに適した極性基を有する重合体と
しては、例えば、酸無水物基、カルボン酸基、カルボン酸エステル基、カルボン酸塩化物
基、カルボン酸アミド基、カルボン酸塩基、スルホン酸基、スルホン酸エステル基、スル
ホン酸塩化物基、スルホン酸アミド基、スルホン酸塩基、エポキシ基、アミノ基、イミド
基、オキサゾリン基などの極性基を有する重合体が挙げられる。また、この重合体として
は、アタクチックポリスチレン、アイソタクチックポリスチレン、スチレン系共重合体、
ポリフェニレンエーテル、ポリビニルメチルエーテルなどの構造単位を主鎖やブロック構
造単位、グラフト鎖として有するものが好適に用いられる。
【００２４】
そして、このような無機質充填剤成分との親和性を向上させる重合体は、上記重合体に、
例えば、無水マレイン酸やマレイン酸、マレイン酸エステル、マレイミド、マレイミドＮ
－置換体、マレイン酸塩などのマレイン酸誘導体；フマル酸、フマル酸エステル、フマル
酸塩などのフマル酸誘導体；無水イタコン酸、イタコン酸、イタコン酸エステル、イタコ
ン酸塩などのイタコン酸誘導体；アクリル酸、アクリル酸エステル、アクリル酸アミド、
アクリル酸塩などのアクリル酸誘導体；メタクリル酸、メタクリル酸エステル、メタクリ
ル酸アミド、メタクリル酸塩、グリシジルメタクリレートなどのメタクリル酸誘導体を反
応させることにより得ることができる。これら化合物の中でも、無水マレイン酸、フマル
酸、グリシジルメタクリレートが特に好適に用いられる。この反応は、例えば、ロールミ
ルやバンバリーミキサー、押出機において、１５０～３５０℃の温度で溶融混練しながら
反応させる方法や、ベンゼン、トルエン、キシレンなどの溶媒中で加熱反応させる方法に
よることができる。さらに、この反応を容易に進めるため、この反応系に、ベンゾイルパ
ーオキサイドやジ－ｔ－ブチルパーオキサイド、ジクミルパーオキサイド、ｔ－ブチルパ
ーオキシベンゾエート、アゾビスイソブチロニトリル、アゾビスイソバレロニトリル、２
，３－ジフェニル－２，３－ジメチルブタンなどのラジカル発生剤を存在させるのが効果
的である。
【００２５】
この無機質充填剤成分との親和性を向上させる重合体の具体例としては、スチレン－無水
マレイン酸共重合体、スチレン－グリシジルメタクリレート共重合体、末端カルボン酸変
性ポリスチレン、末端エポキシ変性ポリスチレン、末端オキサゾリン変性ポリスチレン、
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末端アミン変性ポリスチレン、スルホン化ポリスチレン、スチレン系アイオノマー、スチ
レン－メチルメタクリレート・グラフト共重合体、（スチレン－グリシジルメタクリレー
ト）－メチルメタクリレート・グラフト共重合体、酸変性アクリル－スチレン・グラフト
共重合体、（スチレン－グリシジルメタクリレート）－スチレン・グラフト共重合体、ポ
リブチレンテレフタレート－ポリスチレン・グラフト共重合体、無水マレイン酸変性ポリ
スチレン、フマル酸変性ポリスチレン、グリシジルメタクリレート変性ポリスチレン、ア
ミン変性ポリスチレンなどの変性ポリスチレン類、（スチレン－無水マレイン酸）－ポリ
フェニレンエーテル・グラフト共重合体、無水マレイン酸変性ポリフェニレンエーテル、
フマル酸変性ポリフェニレンエーテル、グリシジルメタクリレート変性ポリフェニレンエ
ーテル、アミン変性ポリフェニレンエーテルなどの変性ポリフェニレンエーテル類が挙げ
られる。これらの中では、変性ポリスチレン類や変性ポリフェニレンエーテル類が好適に
用いられる。そして、これら共重合体や変性重合体における極性基の含有割合は、０．０
１～２０質量％、好ましくは０．０５～１０質量％である。それは、この極性基の含有割
合が０．０１質量％未満であると、（Ｂ）成分の無機質充填剤との接着性が低下し、接着
力を高めるため多量に添加すると、機械的特性や熱的特性、成形性の低下を招くようにな
り、また、この極性基の含有割合が２０質量％を超えると、（Ａ）成分との相溶性の低下
を招くようになるからである。
【００２６】
さらに、本発明の光学部品用樹脂組成物においては、上記の各成分の他に、添加剤として
、一般に合成樹脂用に使用されている離型剤や、滑剤、結晶化核剤、可塑剤、酸化防止剤
、エラストマー、着色剤、難燃剤などを、通常の添加割合で配合することができる。この
離型剤としては、ポリエチレンワックスやシリコーンオイル、長鎖カルボン酸、長鎖カル
ボン酸金属塩などが好適なものとして挙げられる。また、結晶化核剤としては、アルミニ
ウムジ（ｐ－ｔ－ブチルベンゾエート）などのカルボン酸金属塩や、メチレンビス（２，
４－ジ－ｔ－ブチルフェノール）アシッドホスフェートナトリウムなどのリン酸金属塩、
タルク、フタロシアニン誘導体が好適なものとして挙げられる。可塑剤としては、ポリエ
チレングリコール、ポリアミドオリゴマー、エチレンビスステアロアマイド、フタル酸エ
ステル、ポリスチレンオリゴマー、ポリエチレンワックス、ミネラルオイル、シリコーン
オイルなどが挙げられる。さらに、酸化防止剤としては、リン系、フェノール系、イオウ
系の酸化防止剤が好適に用いられる。
【００２７】
つぎに、本発明の光学部品用樹脂組成物を製造するにあたっては、上記（Ａ）成分と（Ｂ
）成分および添加剤成分を、一般に樹脂の混合や溶融混練に用いられている混合機や混練
機に供給して溶融混練することにより均質な樹脂組成物を得ることができる。また、得ら
れた樹脂組成物を用いて、光学部品を成形する方法については、公知の射出成形や、押出
成形、溶媒成形、プレス成形、熱成形などによって成形すればよい。これら成形法の中で
も、射出成形が生産性や成形品の寸法精度に優れることから好ましい。
【００２８】
このようにして成形することによって得られる本発明の光学部品は、ＣＤ、ＣＤ－Ｒ、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ、ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭなどの
記録面への情報の記録や再生に用いる光ピックアップの光学系ハウジングや、レーザー・
プリンター、複写機の光学系ハウジング、シャーシーなどが挙げられる。これら本発明の
光学部品は、上記の樹脂組成物で成形されているため、これら部品が従来よりも高い環境
温度、例えば８０℃を超える環境温度とする必要のある場合においても、レーザーの光軸
ズレを充分に許容限度内に抑制することができる。
【００２９】
【実施例】
つぎに、実施例により本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれら実施例により
何ら限定されるものではない。
〔実施例１～２、比較例１～２〕
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〔１〕各成分として使用した材料
（Ａ）成分
（ａ１）シンジオタクチックポリスチレン〔出光石油化学社製；１３０ＺＣ〕
１）メルトインデックス〔３００℃、１１．７７Ｎ〕；１３ｇ／１０分
２）重量平均分子量：３００，０００
３）分子量分布：２．５
４）融解ピーク温度：２７１℃
５）ガラス転移温度：９９℃
６）密度〔２５℃、大気圧〕：１．０４
（ａ２）ポリフェニレンスルフィド〔東ソー社製；＃１６０〕
１）架橋タイプ
２）溶融粘度〔３００℃、１０００ｓｅｃ-1〕：１，５００ポイズ
３）密度〔２５℃、大気圧〕：１．３５
（Ｂ）成分
（ｂ１）ガラス繊維〔旭ファイバーグラス社製；ＪＡＦＴ５９１〕
１）繊維直径：１０μm
２）密度〔２５℃、大気圧〕：２．５５
（ｂ２）炭酸カルシウム〔白石工業社製；ホワイトンＰ３０〕
１）密度〔２５℃、大気圧〕：２．７５
【００３０】
〔２〕光学部品用樹脂組成物の製造
上記〔１〕に示した各成分を、第１表に示す配合割合（質量比）で用い、無機質充填剤成
分との親和性を向上させる重合体として、フマル酸変性ポリフェニレンエーテルを（ａ１
）成分に対して２．０質量％、結晶化核剤〔旭電化工業社製：ＮＡ－３５〕を（ａ１）成
分に対して０．５質量％、さらに酸化防止剤としてフェノール系酸化防止剤〔チバ・スペ
シャリティーケミカル社製；イルガノックス１０１０〕を（ａ１）成分に対して０．２質
量％を添加し、ドライブレンドした後、二軸押出機〔東芝機械社製；ＴＥＭ３５〕を用い
て３００℃において溶融混練し、光学部品用樹脂組成物のペレットを得た。
このようにして得られた光学部品用樹脂組成物は、これに含有される（Ａ）成分の樹脂組
成物全体に対する体積分率を、上記原料成分の密度および配合割合より算出した結果、第
１表に示すとおりであった。
【００３１】
〔３〕光学部品の製造
上記〔２〕において得られた光学部品用樹脂組成物のペレットを用い、成形機として、５
０トン射出成形機〔日本製鋼所社製〕を用いて、その金型温度を１５０℃、射出成形温度
を３００℃の条件下に、デジタルバーサタイルディスク用光ピックアップ基盤を成形した
。
【００３２】
〔４〕光学部品の評価
（１）成形性（寸法精度）の評価
上記〔３〕で成形した光ピックアップ基盤の変形の大きさを目視観察し、その寸法精度を
下記の評価基準により評価した。
○：変形が殆ど認められない
×：変形が認められ、光ピックアップ装置へ装着が困難
（２）機械的強度の評価
上記〔３〕で成形した光ピックアップ基盤につき、ＡＳＴＭ　Ｄ７９０に準拠し、常温に
おいて曲げ強度を測定した。
【００３３】
（３）光軸ズレの評価
光ピックアップ基盤の評価は、図１に示す光ピックアップ装置に、上記〔３〕において得
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この光ピックアップ装置は、保持容器９内に装着された光ピックアップ基盤６に、半導体
レーザー光源１、ハーフミラー２、対物レンズ３および受光部５が保持されている。そし
て、この半導体レーザー光源１から出力されたレーザー光は、ハーフミラー２およびコリ
メーターレンズ４を介して、対物レンズ３により、光ディスク７の記録面８に収束され、
この記録面８からの反射光を、対物レンズ３、コリメーターレンズ４およびハーフミラー
２を介して受光部５に入射させて、データ信号およびフォーカスエラー信号などのエラー
信号を得るようにしてある。なお、エラー信号に対しては、対物レンズ３の位置などの調
整が行われる機構を有している。また、この光ピックアップ基盤６は、保持容器９内にお
いて、シャフトと連動して移動しながら、光ディスク７の記録面８の全面にわたってレー
ザー光の照射を行うことができる構成としてある。
【００３４】
そして、この光ピックアップ装置によるデジタルバーサタイルディスクの光軸ズレ（角度
）の測定は、ハーフミラー２面を水平にして固定し、２３℃においてレーザー光を照射し
、その反射角を測定した。ついで、９０℃に昇温して１０分間保持した後、再度レーザー
光を照射して、その反射角を測定した。そして、９０℃における反射角と２３℃における
反射角の差を、光軸ズレ（角度、分）とした。なお、この反射角の測定は、非接触角度測
定機構を備えた測定装置を用いて行った。この測定機構の分解能は、０．０８分である。
【００３５】
（４）デジタルバーサタイルディスクへの記録の実機評価
上記（３）の光ピックアップ装置に、デジタルバーサタイルディスクをセットし、光ピッ
クアップ装置が曝される温度を９０℃として、レーザー光によるデジタルバーサタイルデ
ィスクの記録再生につき実機評価をした。ここでの評価基準は、下記のとおりとした。
○：正確な再生が可能
×：再生が不可能
これら光学部品の評価結果を第１表に示す。
【００３６】
【表１】
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【００３７】
【発明の効果】
本発明によれば、温度変化による光学系の光軸ズレの小さい光学部品の成形素材として有
用性の高い樹脂組成物と、その成形素材で成形された光軸ズレの小さい光学部品を提供す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１は、実施例で成形した光ピックアップ基盤を装着した光ピックアップ装置
の概略を示す側断面図である。
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【符号の説明】
１　　半導体レーザー光源
２　　ハーフミラー
３　　対物レンズ
４　　コリメーターレンズ
５　　受光部
６　　光ピックアップ基盤
７　　光ディスク
８　　光ディスク記録面
９　　保持容器

【図１】
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